附件1：
2020年度厦门市第一批重大科技项目
（工业及信息化领域）申报指南 
围绕厦门市“十三五”创新发展规划、福厦泉国家自主创新示范区厦门片区规划、未来产业发展方向，积极进行产业前瞻性布局，做强做大高技术高成长高附加值企业，着力打造研发、制造、应用全产业链格局和发展优势，促进产业结构调整优化升级，增强厦门市未来产业优势，现将2020年度厦门市第一批重大科技计划（工业及信息化领域）项目申报指南予以发布。
一、柔性电子领域（联合攻关及产业化项目）
方向一：柔性电子关键材料制造及产业化（专题编号：20200101）
研究目标：围绕柔性电子产业链需求，掌握柔性电路板、柔性发光显示、柔性5G天线等相关领域关键材料制备核心技术，产品重要参数满足柔性电子器件指标要求，引导产业协同创新，提高我市在柔性电子产业的国际竞争力。
研究内容：
①柔性电路板及制造关键材料（EMI材料、覆铜板材料、纯胶和离型膜材料等）开发；
②柔性显示发光关键材料（柔性OLED、可折叠材料、封装、柔性PI等）研发、关键工艺技术及产业化；
③5G天线相关柔性材料研发、电路设计、关键技术及产业化。
④柔性电子显示聚合物基板材料的开发及其与光电产业配套应用。
方向二：柔性电子功能性器件及材料研究和产业化（专题编号：20200102） 
研究目标：开发柔性电子功能性器件及材料，提高应用及产业化水平。
研究内容：
①生物相容柔性传感器的研发，开发出应用于智慧医疗、智慧养老、运动健康的智能产品或平台，并实现产业化；
②柔性新能源器件：研究柔性新能源器件及产业化，如柔性薄膜太阳能电池、纸电池、柔性超级电容器。
方向三：柔性电子相关新型制造技术和设备的研发及产业化（专题编号：20200103）
研究目标：针对柔性电子产业，研发新型生产制造工艺及设备，通过智能制造大数据等技术提升生产效率，提升我市柔性电子产业的竞争力。
研究内容：
①柔性电子相关印刷，打印等制造工艺和设备的研发，达到或超过现有国内相关工艺及设备的最高水平并产业化；
②卷对卷，加成，减成等制造工艺和设备的创新及产业化，可提升现有柔性电子性能，可靠性或生产效率；
③柔性电子相关智能制造及大数据平台的研发及产业化。
二、集成电路领域（联合攻关及产业化项目）
方向一：以5G为代表的高频、高速芯片研发及产业化（专题编号：20200201）
研究目标：围绕5G通信为代表的射频信号处理、毫米波等技术需求，突破核心技术瓶颈，引导本地企业间合作，提高高频、高速芯片研发及产业化能力。
研究内容：
①射频、毫米波模拟前端核心芯片
②高速通信宽带核心芯片
③高速滤波器、开关、调制电路等核心芯片
方向二：高性能嵌入式处理器芯片研发及产业化（专题编号：20200202）
研究目标：围绕工业、物联网等应用智能高性能嵌入式处理器技术需求，提高企业高性能处理器核心芯片的自主研发能力，促进本地处理器芯片的产业化
研究内容：
①人工智能集成电路IP及SOC芯片
②高性能嵌入式系统核心芯片
③低功耗、高可靠性SOC芯片
方向三：信息感知及信息处理系统芯片研发及产业化（专题编号：20200203）
研究目标：围绕物联网、智能信息处理产业需求，延伸以传感器等为主的智能信息处理产品链条，促进本地企业的技术合作，提高智能信息处理产品的产业化竞争力。
研究内容：
①面向智能信息处理的智能传感芯片
②高速、高精度AD/DA芯片
③集成红外光学技术
三、新材料领域（联合攻关及产业化项目）
方向一：高分子及其复合材料产业化应用（专题编号：20200301）
研究目标：面向航空航天、高技术船舶、汽车及其轨道交通以及新能源电池轻量化、高性能化；与光电产业配套的柔性聚合物基板材料；开展高分子及其复合材料的研发与产业化应用。
研究内容：
①配套汽车、电子电器、机械工程装备及其新能源电池“软包薄膜材料”的聚酰胺及其改性材料产业化应用。
②配套高端装备轻量化的高分子复合材料产业化应用。
③高性能高分子/石墨烯复合涂层材料研发与产业化应用。
 方向二：高电压、高比容量动力电池关键材料研发及产业化专题编号：20200302）
研究目标：开发高电压、高比容量动力电池关键及辅助材料，形成应用示范，打造锂离子动力电池材料产业集群。
研究内容：
①高电压、高比容量锂离子动力电池正极材料的研发及产业化；
②与高比容量正极材料相适应的电解液或新型电解液体系的研发及产业化；
③与高比容量正极材料相适应的隔膜材料研发及产业化；
④提高正极材料综合性能的（石墨烯）导电或包覆材料研发及产业化；
⑤锂离子动力电池材料回收处理技术及产业化。
申报要求：需至少完成以上两项研究内容。
方向三：高性能特种金属（合金）及产业化（专题编号：20200303）
研究目标：开发高性能特种金属（合金）关键制备技术，推动其在电子电气、装备制造、能源、交通运输等行业的应用，引导产学研合作，加强企业间合作，促进厦门市新材料产业技术升级。
研究内容：
①高纯金属及合金靶材及应用。包含：高纯钨（或钼、钛）及合金等金属靶材的粉体合成、致密化成型技术、加工技术及产业化应用。
②高性能硬质合金及应用。包含：高性能硬质合金（或金属陶瓷）等刀具材料与涂层技术及产业化应用。
③先进金属（合金）的涂层材料及应用。包含：金属（合金）的表面功能涂层技术及产业化应用。
④稀土合金功能材料及应用。包含：稀土永磁合金（或稀土磁致冷材料、稀土储氢合金）等的制备技术及产业化应用。
四、高端装备领域（联合攻关及产业化项目）
方向一：高性能新能源客车整车集成和关键部件研发及产业化（专题编号：20200401）
研究目标：研究解决以动力电池和新型驱动系统为核心的整车架构平台及整车集成技术，联合上下游企业开展技术攻关突破关键瓶颈，促进产业化发展。
研究内容：
①研发新能源客车整车集成技术、架构、轻量化技术、高安全性、环境适应性、控制技术与智能化等整车关键技术研发与产业化；
②研发新构型动力总成及传动系统；高安全长寿命新能源客车动力电池系统；高性能车载电力电子集成系统等关键子系统；
③研发氢燃料电池系统、车载氢系统等关键总成与零部件、燃料电池动力系统集成技术、高效的制氢、加注技术及氢燃料汽车的研发与产业化。
方向二： 高性能复杂装备研发及产业化（专题编号：20200402）
研究目标：支持增减材制造、数字化制造、工业机器人、无人值守装备等研发应用，支持工艺参数知识库的创建，集成人工智能技术、大数据处理技术的装备升级改造，鼓励自有核心技术的创新并形成产业化示范，提升厦门高性能复杂装备生产的先进性。
研究内容：
①开展成套技术装备及其自动化、智能化核心技术研发，实现在电子信息、机械制造、厨卫五金等支柱产业的示范应用；
②关键大型复杂装备零部件的精密与增减材制造；
③智能输配电关键设备研制及产业化；
④高端数控机床或专用装备研发及产业化；
⑤无人机或无人值守装备的自主控制技术及工程实现。
方向三：机电零部件制造过程自动化、柔性化先进工艺装备研发及其产业化（专题编号：20200403）
研究目标：以制造工艺数据库技术、专家系统、多信息检测融合技术、制造过程控制技术为支撑，提升机电产品制造过程智能化水平，显著增强制造企业的产品开发能力和市场竞争力。
研究内容：
①研究解决复杂多工序产品制造过程一体化柔性控制技术；
②研究新产品开发、再制造先进工艺技术与装备；
③研究实现制造系统过程信息与生产管理信息集成，研究开发多信息融合的机电产品在线实时、快速、精密检测技术在生产线上的应用，研究开发智能制造工艺数据库与专家系统及其在生产线的应用；
④研究开发多信息感知的机电装备运行控制技术，研究开发机电装备运行远程监控技术、远程故障诊断技术；
以上一至四类产业领域申报说明：各方向申报项目除特别要求外，需至少完成相应方向研究内容1项。每个产业领域扶持资金总额不高于4000万元，原则上单个项目扶持资金不超过1000万元，特别重大项目可达2000万元。单家企业扶持资金不超过500万元，单个项目中院校及科研参与单位不超过1家。
五、人工智能领域（联合攻关及产业化项目、科技成果应用示范项目）
方向一：智能传感器/模组、人工智能边缘计算技术研究及产业化（专题编号：20200501）
研究目标：研发智能传感、智能控制模组、人工智能边缘计算的关键技术和产品，引导企业通过与研究机构合作，提升人工智能核心基础技术能力，在行业上游形成一定影响力。
    研究内容：
①基于光学相机、激光雷达、超声波、电磁雷达等传感器的智能传感关键技术与产品
②面向室内、城区等环境下的自主导航和测量关键技术与产品
③面向人工智能边缘计算的计算平台、操作系统、系统内核、信息安全、总线设计技术与产品
④面向智慧城市、智能终端、无人驾驶、智能家居、智能医疗等人工智能产业市场，并取得一定经济效益。
申报要求：至少完成以上研究内容的2项，其中④为必选项。
   方向二：智能识别与智慧控制融合应用的关键技术研究及产业化（专题编号：20200502）
研究目标：开发智能识别、智慧控制等人工智能技术在智能控制终端（车联网、机器人、无人机等）、智能制造、智慧建筑、智慧交通、智能环保、智能家居、智慧医疗、智能通信等领域的应用，引导企业通过产业协作，共同提升本地区人工智能技术创新能力，在业界形成一定的影响力。
研究内容：
①基于机器学习的视觉、声音等多模态智能识别处理技术
②研究人机交互、自动控制、物联通信等智慧控制核心技术
③结合落地应用场景，实现智能系统产业化应用，并取得一定的经济效益
申报要求：需要完成以上所有研究内容。
方向三：人工智能行业支撑体系研究及应用（专题编号：20200503）
研究目标：面向人工智能核心基础研发及智能系统应用，构筑人工智能行业支撑体系，实现行业应用示范。鼓励2家以上单位联合申报，项目所形成人工智能行业支撑体系需实现开放共享。
研究内容：
①研究面向特定行业的人工智能开源开放软硬件基础平台（算法库、工具集、计算服务、知识产权交易服务等）
②研究面向特定行业的海量数据智能标注技术、训练资源库与测试资源库
③研究面向特定行业的人工智能核心基础算法/智能系统训练、测试、竞赛靶场
④在工业、通信、医疗、金融、交通、安全、家居、环保等2个以上行业形成行业应用示范
申报要求：需完成以上所有研究内容。
   方向四：区块链关键技术研究及产业化（专题编号：20200504）
研究目标：鼓励区块链技术场景应用开发项目，研发区块链基础平台、在金融或人力资本领域应用、在实体经济应用的关键技术和产品，引导企业通过与研究机构合作，共同提升本地区区块链技术创新能力，扩大区块链技术应用范围和规模，在业界形成一定的影响力。

  研究内容：
①研究软硬件协同优化的高性能区块链基础平台技术，探索基于物联网边缘计算的新一代区块链架构；
②针对近年来兴起的下一代主流区块链应用“通证经济”，研究面向相关领域的区块链关键技术性能优化，产品设计及应用开发；
③结合落地应用场景，实现区块链系统在物联网身份认证、版权保护与交易、财务管理、特定行业信息化管理等领域的产业化应用，并取得一定的经济效益。
申报要求：需完成以上所有研究内容。
六、云服务领域（科技成果应用示范项目）
方向一：云服务基础设施关键技术研究（专题编号：20200601）
研究目标：研究云服务平台的存储、虚拟化、资源管理与调度、安全等共性关键技术，形成云服务支撑体系。优先支持自主可控的软硬件解决方案。
研究内容：
    ①研究多层次软硬件计算能力及模型，能够形成综合解决方案；
②构建高速传输网络及调度模型等，实现平台网络传输效率最大化；
③建立云网一体化安全保障体系。
申报要求：需完成以上所有研究内容。
方向二：数字城市云服务关键技术研究及应用（专题编号：20200602）
研究目标：研发数据分析、建模、部署等技术在交通、工业、教育、医疗、能源等领域的应用，提升数字城市综合服务能力。
研究内容：
①行业云服务平台关键技术研究；
②云数据安全与隐私保障技术研究；
③行业云平台研发与应用示范。
申报要求：需完成以上所有研究内容。
方向三：文化与科技融合云服务研究及应用（专题编号：20200603）
研究目标：面向文化产业，研究信息技术与文化创意融合技术，构建融合发展云服务平台，推动文化产业转型升级。
研究内容：
①研究文化数据采集、存储、清洗、分析挖掘、可视化等关键技术；
②文化与科技融合标准体系、安全监测机制研究；
③文化与科技资源共享、多渠道运营及人才培养研究。
申报要求：需完成以上至少两个研究内容。
以上五至六类产业领域申报说明：各方向申报项目需完成相应方向研究内容见各个方向的申报要求。每个产业领域扶持资金总额不高于2000万元，原则上单个项目扶持资金不超过500万元。单家企业扶持资金不超过300万元，单个项目中院校及科研参与单位不超过1家。
产业领域咨询电话：高新处2021812、2021887
申报及管理咨询电话：资配处2021852、2021925
